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1.    SCOPE 䘲用范围 

This appliĐatioŶ speĐifiĐatioŶ desĐƌiďes the ƌeĐoŵŵeŶdatioŶ of the haŶdliŶg aŶd asseŵďliŶg pƌoĐess foƌ AMP“EAL 
ϭϲ-ϵϬ degƌee headeƌ. 
本应用规范描述了A“ϭϲ ϵϬ度板端连接器的操作和组装过程的建议Ǆ 

 

2.    APPLICABLE DOCUMENTS 䘲用文件 

The folloǁiŶg ŵeŶtioŶed doĐuŵeŶts aƌe paƌt of this speĐifiĐatioŶ. If theƌe is a ĐoŶfliĐt ďetǁeeŶ the iŶfoƌŵatioŶ 
ĐoŶtaiŶed iŶ the doĐuŵeŶts aŶd this speĐifiĐatioŶ oƌ ǁith aŶǇ otheƌ teĐhŶiĐal doĐuŵeŶtatioŶ supplied, the last 
ǀalid Đustoŵeƌ dƌaǁiŶgs takes pƌefeƌeŶĐe.  

以л提到的文件是本说明书的一部分Ǆ如果文档中包含的信息о本规范或提供的任何ަ他技术文档之间存

在ߢ突，则以最新有效的客户图纸优ݸǄ 

 

2.1   Customer drawings 客户图纸 

Foƌ diŵeŶsioŶs, ŵateƌials aŶd suƌfaĐe fiŶishes etĐ. see the ĐuƌƌeŶt Đustoŵeƌ dƌaǁiŶgs. 
有关尺ረǃ材料和表面ݹ洁度等，请参阅当前客户图纸Ǆ 

 

2.2   Product Specification 产品规范 

This appliĐatioŶ speĐifiĐatioŶ is ǀalid foƌ pƌoduĐts speĐified iŶ pƌoduĐt speĐifiĐatioŶ ϭϬϴ-ϭϲϬϱϴϮ, ǁhiĐh pƌoǀides a 
desĐƌiptioŶ of the eleĐtƌiĐal aŶd ŵeĐhaŶiĐal pƌopeƌties of the ĐoŶŶeĐtoƌ sǇsteŵ. Also see the ĐuƌƌeŶt ƌeleǀaŶt 
teƌŵiŶal sǇsteŵs pƌoduĐt aŶd appliĐatioŶ speĐifiĐatioŶs. 
本应用规范䘲用于产品规范ϭϬϴ-ϭϲϬϳϯϱ中规定的产品，䈕规范提供了连接器系统的电气和机械性能说明Ǆ
另请参阅当前相关的终端系统产品和应用规范Ǆ 

 

3.    CONDITION OF DELIVERY AND PACKAGING 交货和包装状态 

 

3.1   Components 部件 
 

 

 

Picture 

图⡷ 

Description 

描述 

PN 

部件号 

1 

 

AMPSEAL-16 90DEG 4P HEADER-ASSEMBLY 2394674-X 

2 
 

AMPSEAL-16 90DEG 1P HEADER-ASSEMBLY 2420047-X 
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3.2   Packaging and Storage 包装和贮存 

The pƌoduĐts aƌe paĐked iŶ aŶ E“D ĐoŵpliaŶt tƌaǇ as deliǀeƌǇ ĐoŶditioŶ. This ǁill pƌoteĐt the paƌts agaiŶst daŵage 
aŶd diƌt. The tƌaǇ is a disposaďle pƌoduĐt aŶd does Ŷot haǀe to ďe seŶt ďaĐk. The pƌoduĐts should ďe used oŶ a 
͞fiƌst iŶ, fiƌst out͟ ďasis to aǀoid stoƌage ĐoŶtaŵiŶatioŶ, see latest ǀalid Đustoŵeƌ dƌaǁiŶgs too. 
产品包装在符合防静电标准的托盘中，作为交货条件Ǆ这将保护部件免ਇ损坏和污垢Ǆ托盘是一次性产

品，н需要䘱回Ǆ为避免存储污染，产品应以Āݸ进ࠪݸā的原则使用，也请参见最新的有效客户图纸Ǆ 

 

 

         

          Ϯϯϵϰϲϳϰ-X——TƌaǇ PaĐkagiŶg                      ϮϰϮϬϬϰϳ-X——TƌaǇ PaĐkagiŶg 

 

 

Ϯϯϵϰϲϳϰ-X——TƌaǇ PaĐkagiŶg diagƌaŵŵatiĐ sketĐh    ϮϰϮϬϬϰϳ-X——TƌaǇ PaĐkagiŶg diagƌaŵŵatiĐ sketĐh     
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4.    APPLICATION DESCRIPTION 应用说明 

The ϵϬ degƌee headeƌ ǀeƌsioŶ is ŵade foƌ soldeƌiŶg oŶ pƌiŶted ĐiƌĐuit ďoaƌds aŶd desigŶed to ďe sealed to 
Đustoŵeƌ eŶĐlosuƌe ďǇ ǁet sealiŶg. 
ϵϬ度插头⡸本䘲用于在印ࡧ电路板к焊接，并设计为通过湿密封方式密封到客户外壳Ǆ 

 

4.1   PCB-LAYOUT PCB布局 

The ƌeĐoŵŵeŶded PCB-LaǇout is iŶĐluded iŶ this speĐifiĐatioŶ. Hole sizes aŶd toleƌaŶĐes aƌe to ďe ƌegaƌded as 
ƌeĐoŵŵeŶdatioŶ aŶd ŵust ďe adapted to oǁŶ ŵouŶtiŶg aŶd soldeƌiŶg ĐoŶditioŶs.  

推荐的PCB布局包含在本规范中Ǆ孔的尺ረ和公差视为建议，必须䘲应自身的安装和焊接条件Ǆ 
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4.2   PCB FOOTPRINT 4 POS 90° PIN HEADER  4P 90°PCB封装 

This footpƌiŶt laǇout is suitaďle foƌ ƌefloǁ soldeƌiŶg pƌoĐesses. 
这种封装布局䘲用于回流焊工艺Ǆ 

 

 

The Ǉelloǁ is Đoppeƌ ;soldeƌͿ aƌeas foƌ Ϯϯϵϰϲϳϰ-X 

Ϯϯϵϰϲϳϰ-X黄色为铜;焊接Ϳ区域 

 

The Ǉelloǁ is Đoppeƌ ;soldeƌͿ aƌeas foƌ ϮϰϮϬϬϰϳ-X 

                                         Ϯϯϵϰϲϳϰ-X黄色为铜;焊接Ϳ区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The ReĐoŵŵeŶded steel ŵesh thiĐkŶess of Ϭ.ϭϱŵŵ aŶd soldeƌ paste laǇout foƌ Ϯϯϵϰϲϳϰ-X 

Ϯϯϵϰϲϳϰ-X推荐钢网厚度Ϭ.ϭϱŵŵ和锡膏布局 
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The ReĐoŵŵeŶded steel ŵesh thiĐkŶess of Ϭ.ϭϱŵŵ aŶd soldeƌ paste laǇout foƌ ϮϰϮϬϬϰϳ-X 

ϮϰϮϬϬϰϳ-X推荐钢网厚度Ϭ.ϭϱŵŵ和锡膏布局 

 

4.3 Assembly to the PCB 装配到 PCB 

The headeƌ is positioŶed oŶ the PCB thƌough Posts oŶ the PCB ǁith. 
插头通过PCB的插孔固定在PCB板кǄ 
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4.4 OLDERING PROCESS 焊接工艺 

Due to laƌge ǀaƌiatioŶs of eǆistiŶg pƌoĐesses, eƋuipŵeŶt aŶd aĐĐessoƌǇ aŶd the diffeƌeŶt deŵaŶds to the 
soldeƌiŶg pƌoĐess, it is Ŷot possiďle to defiŶe aŶ ideal soldeƌiŶg pƌoposal foƌ all situatioŶs. This headeƌ is 
desigŶed foƌ ƌefloǁ soldeƌiŶg appliĐatioŶ. A ƌeĐoŵŵeŶded soldeƌiŶg pƌoĐesses is possiďle oŶlǇ iŶ ƌefeƌeŶĐe to 
the ƌespeĐtiǀe soldeƌiŶg staŶdaƌd ;JEDECͿ. Fig. ϯ shoǁs the ƌeĐoŵŵeŶded ƌefloǁ soldeƌiŶg pƌoĐess aĐĐoƌdiŶg 
JEDEC J-“TD-ϬϮϬD. 
由于现有工艺ǃ设备和配件的巨大ਈ化以及ሩ焊接工艺的н同要求，н可能为所有情况定义理想的焊

接方案Ǆ此接头у为回流焊而设计Ǆ推荐的焊接工艺只能参考相应的焊接标准;JEDECͿ. Fig. ϯ显示了根
据JEDEC J-“TD-ϬϮϬD推荐的回流焊接工艺Ǆ 

 

IŶ the Đouƌse of the ƋualifiĐatioŶ of the AMP“EAL-ϭϲ headeƌ, detailed soldeƌiŶg iŶspeĐtioŶs ǁeƌe peƌfoƌŵed. 
All these tests aŶd pƌoĐess paƌaŵeteƌs ƌefleĐts a ƌeĐoŵŵeŶdatioŶ aŶd ŵust ďe adapted to the aĐĐoƌdiŶg 
ƌefloǁ soldeƌiŶg pƌoĐess aŶd its ƌestƌiĐtioŶs. 
在AMP“EAL-ϭϲ接头的鉴定过程中，进行了䈖细的焊接检查Ǆ所有这些测试和工艺参数都反映了一个建
议，并ф必须䘲应相应的回流焊接工艺及ަ限ࡦǄ 

4.5   Judgement of the soldering joint  焊接的判断 

Foƌ aŶ ideal soldeƌiŶg joiŶt it is ŶeĐessaƌǇ to haǀe at least a ϳϱ% soldeƌ passage. JudgeŵeŶt of the soldeƌiŶg 
joiŶt ǁill ďe doŶe ďǇ optiĐal iŶspeĐtioŶ aĐĐoƌdiŶg to the aĐĐeptaŶĐe Đƌiteƌia of IPC AϲϭϬ. 
ሩ于理想的焊接接头，必须ާ有至少ϳϱ%的焊料通道Ǆ焊接接头的判断将根据IPC AϲϭϬ的验收标准通过
 学检查进行Ǆݹ
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4.6   Explanation of counterweight during reflow soldering process 回流焊焊接过程中配重说明 

If the headeƌ tilts duƌiŶg ƌefloǁ soldeƌiŶg, it is ƌeĐoŵŵeŶded to add a ĐouŶteƌǁeight at the tail eŶd of eaĐh 
ĐoŶŶeĐtoƌ ;ϭϲg ƌeĐoŵŵeŶdedͿ, aŶd Đustoŵeƌs ĐaŶ adjust the ĐouŶteƌǁeight aĐĐoƌdiŶg to theiƌ aĐtual 
situatioŶ. 
连接器在回流焊过程中如果有发生倾斜，建议在每个连接器尾端增加配重˄推荐ϭϲg ，˅客户可根据实
际情况自行调整配重Ǆ 

 

 

 

5.    HEADER AND PLUG MATING/UN-MATING INSTRUCTIONS 公母端ሩ配/分离说明 

Befoƌe ŵatiŶg & uŶ-ŵatiŶg ĐoŶŶeĐtoƌ, the ĐodiŶg aŶd polaƌizatioŶ should ďe ĐheĐked. The ǀaƌious ĐodiŶg positioŶs 
ĐaŶ ďe takeŶ fƌoŵ the ĐoƌƌespoŶdiŶg Đustoŵeƌ dƌaǁiŶg, oƌ it ĐaŶ ďe ƌead fƌoŵ the Đoloƌ of the ĐoŶŶeĐtoƌ. 
在ሩ接和断开连接器之前，应检查编码和极化Ǆ各种编码位置可以从相应的客户图纸中获ਆ，也可以从连

接器的颜色中读ਆǄ 

5.1   Header and plug mating 公母端配合 

AsseŵďlǇ of piŶ headeƌ ǁith deǀiĐe housiŶg aŶd ŵatiŶg ǁith Đaďle ĐoŶŶeĐtoƌ. 
接头о设备外壳的组装以及о电缆连接器的配合Ǆ 
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6.    HEADER AND PANEL ASSEMBLY INSTRUCTIONS 板端о面板装配介绍 

6.1   PANEL DIMENSION RECOMMENDED 面板尺ረ推荐 

AMP“EAL ϭϲ Ϯϯϵϰϲϳϰ-X                                AMP“EAL ϭϲ ϮϰϮϬϬϰϳ-X 

6.2   SEALANTS USED AND RECOMMENDED 密封区域的使用和推荐 

IŶ the dispeŶsiŶg aƌea, applǇ sealaŶt DCϳϬϵϭ ;ďlaĐkͿ ŵaŶuallǇ oƌ autoŵatiĐallǇ iŶto the gƌooǀe of the paŶel, 
aŶd fiŶallǇ fiǆ the pƌoduĐt iŶ the paŶel. 
在密封区域，手动或自动将密封剂DCϳϬϵϭ˄黑色˅涂抹到面板的ࠩ槽中，最后将产品固定在面板中Ǆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Note: The piĐtuƌes aƌe oŶlǇ foƌ illustƌatioŶ aŶd ƌeĐoŵŵeŶdatioŶ, aŶd ultiŵatelǇ depeŶd oŶ the aĐtual 
appliĐatioŶ of the Đustoŵeƌ. 
注：图⡷仅供说明和推荐，最终ਆߣ于客户的实际应用Ǆ 
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